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1. はじめに

　プリント配線板の表面実装は，部品の微小化やファイン
ピッチ化，高多層化など，実装の高密度化が著しい。これ
ら基板実装技術の高度化に伴い，実装基板の検査技術も飛
躍的な進歩を遂げ，普及している。
　特に外観検査では，これまで一般的に行われてきた，カ
メラと照明を組み合わせた画像処理に加えて，実装基板面
上の高さ情報を計測する手法 1)や，X線を用いた手法 2)な
ど，検査手法も多様化している。
　一方で，実装基板においても，使用される製品カテゴリ
により，求められる信頼性や，検査コストに対する要求が
異なる。
　本稿では，実装基板の生産数量と，求められる品質（信
頼性）に着目し，最近の実装基板に対する外観検査の動向
について述べる。

2. 製品のゾーン分けと検査の位置付け

　図 1は，生産数量と品質の関わりを示したものである。
横軸は生産数量を，縦軸は要求される品質を示している。
　品質軸の定量的表現は難しいので，高度な信頼性が必要

とされるものと，比較的高い品質を要求されないものとに
分けた。
2.1	 A ゾーン（ボリューム大，品質レベル中）

　このゾーンには，生産数量が多いが，高度な信頼性は必
要とされない製品群が含まれる。
　携帯電話，パソコンなどの民生用の電子機器などがこの
ゾーンの代表的な製品群である。これらの製品の製造工程
では，検査コストが製品の競争力に大きく影響するため，
あまり厳密な検査を行わず，最低限の検査により，品質保
証が行われている場合が多い。
2.2	 B ゾーン（ボリューム大，品質レベル高）

　このゾーンには，生産数量が多く，かつ高い品質が求め
られる製品群が含まれる。
　自動車関連の製品などがこのゾーンの代表的な製品群で
ある。これらの製品は，温度，湿度など使用環境の大きな
変化に対応できる必要があるため，高度な信頼性が要求さ
れている。また，生産数量も多く，高速な検査技術も要求
されている。
2.3	 C ゾーン（ボリューム小，品質レベル高）

　このゾーンには，生産数量は少ないが，高品質を求めら
れるような高価な製品が含まれる。
　不具合が起きると被害が甚大になるインフラ系の設備，
あるいは，データセンタの中核に使われる高機能計算機，
ストレージシステムなどが代表的な製品である。これらの
製品では，検査に費用をかけても高品質な製品を作ること
が要求されている。

3. 各ゾーンでの，外観検査の取組み

3.1	 A ゾーンにおける外観検査

　このゾーンの製品では，大量のプリント配線板および実
装基板を高速に検査することが求められている。
　検査装置の解析機能を利用して，工程改善を行い，でき
るだけ検査工程を省略する試みも多く見られることがこの
ゾーンの特徴になっている。
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図 1.　生産数量と品質との関係


